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武汉高德红外股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                      编号：20190529
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
■现场参观	 □其他 

	参与单位名称及人员姓名
	长江证券    付宸硕            信达证券       李勇鹏

	时间
	2019年5月29日

	地点
	武汉高德红外股份有限公司

	上市公司接待人员姓名
	副总经理兼董事会秘书        陈丽玲
信息披露专员                胡  旭

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、观看公司宣传片；
二、参观公司产品展示厅；
三、互动交流：
1、2018年红外热成像仪及综合光电系统收入增速放缓的原因？
2018年公司营业收入为10.8亿元，同比增长6.61%，其中红外热成像仪及综合光电系统收入为6.20亿元，同比增长5.47%。自军改相关工作开始至今，具体改革工作对参与军工研制生产的公司经营业务产生了一系列的影响，从而直接影响了公司的2018年业绩。
2、子公司高芯科技2016-2018年的收入增长较快，产能释放较为明显，具体原因是什么？
子公司高芯科技是一家从事红外探测器芯片研发和生产的高科技企业，经过数十年的研发投入在探测器生产线方面成功搭建了高性能非制冷探测器、制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器三条核心器件批产线，产品结构丰富，可满足国内军、民领域各类用户的需求，现为公司自身承研的军品型号产品及其他军工集团总体单位的型号产品服务。
在实现红外探测器芯片的产业化布局以后，2018年公司建成了国内第一条也是唯一一条晶圆级封装生产线，已实现小批量生产，同时公司推出了百万像素的大面阵非制冷红外探测器，将会是未来高端军用、高端民用等特殊应用的主力军，这些都对高芯科技的产能释放带来了积极影响。
3、面对现在的红外市场，公司具备哪些优势？
(1)全产业链布局
公司成立之初主要生产红外热像整机，为了摆脱受制于人的局面，公司投入数以亿计的资金，搭建完成了从底层核心器件至新型高科技武器系统的全产业布局，不仅促进了公司红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统发展，并且对整个红外行业起到了改善作用。
(2)核心器件国产化创新
公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”全套研制、批产技术，建成了三条8 英寸红外焦平面探测器批产线，一举打破了西方多年的技术封锁，实现了红外探测器核心芯片的自主可控，产品已批量装备于公司自身承研的军品型号产品及其他军工集团总体单位的型号产品，并逐渐普及至一些新兴民用领域。
[bookmark: _GoBack](3)武器系统领域
公司在国内率先研制成功了某型号武器系统，成立了具备完整军工集团组织架构的DD 研究院，目前正在开展多款新型武器系统的研发和预研，进一步助推公司在武器系统总体领域的战略发展。
4、公司目前红外探测器封装方式有哪几种？
公司目前拥有金属封装、陶瓷封装及晶圆级封装三种方式，金属封装和陶瓷封装是红外领域较为成熟的技术，晶圆级封装是公司最新研发的技术且建成了国内第一条也是唯一一条晶圆级封装生产线，上述三种封装方式均已实现批量生产。
5、公司与美的合作的具体情况
公司与美的合作的智能空调采用的是全被动红外方式，在国际上，日本推出的智能空调采用的是主动红外技术，主动红外需要空调来回扫描，不仅存在视野盲区，还大大增加了空调的功耗。采用全被动红外的智能空调主要是监控温度，根据房间内人的体温自动调节。目前公司与美的集团成立的联合实验室目前已开发出研发样机，同时非制冷晶圆级封装生产线已实现批产，将加快产品的研发进度和红外热成像产品在智慧家居领域的推广。
6、国外FLIR公司经常以并购的方式扩张，公司对于并购的想法？
由于国内外的情况不同，红外行业在国内还处于初步发展阶段，公司对于标的企业选择比较谨慎，如果有优秀的标的企业，在条件具备的情况下，公司不排除通过收购兼并、收购、对外投资等方式实现获得优质资产、有效扩张的目的，促进主营业务的快速发展。
注：本次机构调研未发生未公开重大信息泄密情况。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2019年5月29日
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